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e Opgericht in Berlijn door Dr.-Ing. Ulrich Kienitz
e 20 jaar actief in het ontwikkelen van industriéle pyrometers en infrarood camera’s

* Wereldwijd ingezet voor constante temperatuurbewaking en -controle van vrijwel
elk denkbaar productieproces

e 115 medewerkers

#optr*ls
infrared measurameants
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Omgevingsinvloeden op elektronica

* Omgevingselementen zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid en stof
behoren tot de vele oorzaken van storingen in elektrische apparatuur.

e Temperatuur veroorzaakt meer dan 55% van de storingen

e Om de betrouwbaarheid en levensduur van elektronische apparatuur te
waarborgen, is het essentieel om bij de ontwikkeling ervan, rekening te
houden met deze omgevingselementen

Woensdag 20 maart 2024
1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch



Enkele voordelen van contactloze
temperatuurmetingen

e Contactloze TM helpen ingenieurs om het thermische patroon op de
printplaat te visualizeren en zodoende te optimaliseren.

e Contactloze TM brengen |lokale oververhittingen in beeld,
doeltreffende aanpassingen zullen bijdragen aan het verlengen van de
levensduur en betrouwbare prestaties garanderen.

* Door de temperatuurresultaten te analyseren, kunnen fabrikanten
kortere ontwikkelingscycli aanhouden en sneller overgaan tot het
produceren.

* Deze optimalisatie zal leiden tot hogere kwaliteitspercentages en
uiteindelijk een hogere winstmarge.
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Duimregel

 Door de temperatuur van het
component met slechts 10°C te
verhogen, verkorten we de
levensduur x2

 Door de temperatuur met 25°C
te verhogen van 225°C naar 250°C,
daalt de levensduur van = 500 jaar
tot = 50 jaar

Arrhenius Equation

Mean Time to Failure [hrs]
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Van buitenaf bekijken wat er binnenin gebeurt
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Warmteoverdracht

Electronic cooling

Active cooling Passive cooling

! l

* Forced convection air
cooling.

* Liquid cooling.

» Jet impingement cooling.

e Spray cooling.

* Refrigeration cooling.

« Natural convection air
cooling.

* Thermoelectric cooling.

* Heat pipes.

* Phase change material.

conduction, convection, and radiation
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Verschillende lenzen vergelijken

1 62,47°C

t 39,05°C

heating area 2.1 x 1.8 mm

heating area 2.1 x 1.8 mm

a
3 X3 px

IFOV: 28um | MFOV: 85 pum (3x3) IFOV: 8um | MFOV: 34um (4x4)



Verschillende lenzen vergelijken

* 0603 SMD weerstand (0.6 x 0.3 mm)

17,74°C 22, 76°Ch
H o &
MFOVu4x4 pX ‘ ‘

B

4 * @ ¢
v
|

MFOV 3x3px .« .

ktronica
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De voordelen van thermische metingen op
elektronische componenten tijdens ontwikkeling

* Prestaties garanderen in extreme omstandigheden/omgevingen

* Zwakke punten en kwetsbaarheden identificeren tijdens het
ontwikkelen

* Het garanderen en verbeteren van de betrouwbaarheid en de
levensduur

 Validatie van ontwerp- en materiaalkeuzes
* \Voldoen aan industrienormen en -voorschriften

* Door productieprocessen te optimaliseren, kan deze optimalisatie
leiden tot kortere productiecycli, verbeterde opbrengstpercentages en
uiteindelijk een hogere winstgevendheid.




Jopos

* tel: +31(0) 332855714

A) 7

* mob: +31 (0) 6 21 34 0073

A} 7

* luuk.post@jopostechniek.eu
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* www.jopostechniek.eu
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